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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を生成するよう構成される少なくとも２つの光源と、
　前記光源を支持するよう構成される担体であって、前記光源が、前記担体と熱的接触を
している担体と、
　前記光源及び前記担体を囲む封体部とを有する照明装置であって、
　前記封体部が、接合される場合に前記封体部を形成する少なくとも２つの包囲部を有し
、
　前記担体が、熱を前記照明装置の外へ放散するために、前記包囲部のうちの少なくとも
１つと熱的接触をするよう配設され、
　前記担体が、前記封体部によって規定される光混合空間を少なくとも２つの区画に分け
、
　前記光源が、前記担体の各々の側に分布される照明装置。
【請求項２】
　前記封体部と前記担体との両方が、セラミック材料を有する請求項１に記載の照明装置
。
【請求項３】
　前記封体部が、電球状である請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記包囲部が、２つの電球半体である請求項１乃至３のいずれか一項に記載の照明装置
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。
【請求項５】
　包囲部と前記担体の少なくとも一部とが、単一の一体化部品を形成する請求項１乃至４
のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記担体が、２つの包囲部の間の接合部に配設される請求項１乃至４のいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項７】
　前記包囲部が、互いに嵌めるよう構成される請求項１乃至６のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項８】
　前記担体が、前記照明装置の底部からその上部へ延在する軸に沿って、又は前記照明装
置の底部からその上部へ延在する軸と交差する方向に沿って、配設される請求項１乃至７
のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記封体部が、前記光源によって生成された光の少なくとも一部を透過するよう構成さ
れる透過性領域を有する請求項１乃至８のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記担体が、前記光源によって生成された光の少なくとも一部を透過するよう構成され
る透過性領域、及び／又は前記光源によって生成された光の少なくとも一部を反射するよ
う構成される反射性領域を有する請求項１乃至９のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記光源が、少なくとも１つのＬＥＤ又は少なくとも１つのＬＥＤパッケージを有する
請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　光を生成するよう構成される少なくとも２つの光源を有する照明装置の組み立てのため
の方法であり、
　前記光源を、担体と熱的接触をするよう取り付けるステップと、
　少なくとも２つの包囲部を接合することにより前記光源を囲み、それによって、前記光
源を囲む封体部を形成するステップとを有する方法であって、前記担体が、熱を前記照明
装置の外へ放散するために、前記包囲部のうちの少なくとも１つと熱的接触をするよう配
設され、
　前記担体が、前記封体部によって規定される光混合空間を少なくとも２つの区画に分け
、
　前記光源が、前記担体の各々の側に分布される方法。
【請求項１３】
　包囲部、及び前記担体の少なくとも一部が、単一の一体化部品である請求項１２に記載
の方法。
【請求項１４】
　前記担体を包囲部に接着するステップ、又は前記担体を２つの包囲部の間の接合部に差
し込むステップを更に有する請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記封体部と前記担体との両方が、セラミック材料を有する請求項１２乃至１４のいず
れか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置、及び照明装置の組み立てのための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　発光ダイオード（ＬＥＤ）ランプは、当業界では既知である。ＬＥＤランプは、光源と
してＬＥＤを用いるランプである。このようなランプにおいては、多数のダイオードが、
ランプの出力を増大させるために、又は単一のＬＥＤは狭い波長帯域において放射するの
で白色光を供給するために、用いられ得る。ＬＥＤランプは、一般照明のために用いられ
てもよく、又は色及び出力が調整され得るので更により特殊な照明のために用いられても
よい。
【０００３】
　一般に、ランプ又は照明装置は、光を生成するよう構成され、回路基板上に取り付けら
れる、又は少なくとも回路基板に接続される光源を有する。光源は、通常、電球の形状を
持つ、封入ハウジング（encapsulating housing）内に配設される。照明装置の設計は、
最大光出力及び／又は特定の色の光を供給することに加えて、光源によって生成される熱
の排出、及び／又は光源に接続される電子回路を考慮に入れる必要がある。
【０００４】
　例えば、米国特許出願US2010/0008086は、固体発光ダイオード群と、発光ダイオードを
作動させる電子回路と、封入ハウジングとを有する、ＬＥＤをベースにした白色照明装置
を開示している。白色光ＬＥＤ装置内から生成された熱を外に伝導する又は伝達するため
に、封入ハウジングは、通気孔及びヒートシンク素子を含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般に、従来技術のシステムの不利な点は、このようなシステムは、熱の排出のための
特殊な細部を含む多数の構成要素（例えば、封入ハウジング、光源、回路基板、通気孔及
びヒートシンク素子）を必要とし、それによって、システムの組み立てをかなり複雑にす
ることであり得る。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、上記の不利な点を改善し、その組み立てを容易にするための
便利な設計を持つ照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のこの及び他の目的は、独立請求項によって規定されているような、照明装置、
及び照明装置の組み立てのための方法によって達成される。本発明の他の有利な実施例は
、従属請求項によって規定されている。
【０００８】
　本発明の第１の態様によれば、請求項１において規定されているような照明装置が提供
される。前記照明装置は、光を生成するよう構成される光源と、前記光源を支持するよう
構成される担体と、前記光源及び前記担体を囲む封体部(envelope)とを有する。前記光源
は、前記担体と熱的接触をしており、前記封体部は、接合される場合に前記封体部を形成
する少なくとも２つの包囲部を有する。前記担体は、熱を前記照明装置の外へ放散するた
めに、前記包囲部のうちの少なくとも１つと熱的接触をするよう配設される。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、請求項１１において規定されているような光を生成する
よう構成される光源を有する照明装置の組み立てのための方法が提供される。前記方法は
、前記光源を、担体と熱的接触をするよう取り付けるステップと、少なくとも２つの包囲
部を接合することにより前記光源を囲み、それによって、前記光源を囲む封体部を形成す
るステップとを有する。前記担体は、熱を前記照明装置の外へ放散するために、前記包囲
部のうちの少なくとも１つと熱的接触をするよう配設される。
【００１０】
　本発明は、照明装置の前記封体部又は電球は、接合される場合に前記封体部（又は前記
照明装置の封入ハウジング）を形成する少なくとも２つの包囲部を含み得るという理解を
利用している。本発明は、（ランプ又はスポットライトなどの）照明装置の組み立てを容
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易にする便利な設計を提供する点で有利である。２つの包囲部を用いると、前記光源及び
前記担体は、前記２つの包囲部が分離されている間に、便利に、一緒に取り付けられ、次
いで、前記２つの包囲部を接合することによって、前記封体部で囲まれ得る。３つ以上の
包囲部が用いられてもよく、本発明が、２つだけの包囲部で作成される封体部を有する照
明装置に限定されないことは理解されるであろう。
【００１１】
　本発明は、前記照明装置の前記封体部（又は電球）は、ヒートシンクの役割を果たし、
（例えば、前記光源、又は前記光源に接続されるあらゆる電気回路によって生成される）
熱を前記照明装置の外へ放散するのに役立ち得るという理解も利用している。この目的の
ため、前記光源は、担体であって、それ自体、前記封体部の前記包囲部のうちの少なくと
も１つと熱的接触をしている担体と熱的接触をするよう配設される。本発明では、前記照
明装置の表面全体、即ち、前記封体部が、ヒートシンクの役割を果たす。従って、本発明
は、前記照明装置の外部環境への熱の効率的な伝達が提供される点で有利である。
【００１２】
　実施例によれば、前記担体及び前記封体部は、セラミック材料で作成されてもよく、こ
れは、優れた熱伝導率を持つ材料の一種であり、それによって、熱の相対的に効率的な伝
達を可能にする点で有利である。例えば、前記セラミック材料は、多結晶酸化アルミニウ
ム（PCA）であってもよく、これは、半透明セラミック材料である点で有利である。
【００１３】
　実施例によれば、前記封体部は、電球（又はランプバルブ）の形状を持ち得る。詳細に
は、前記包囲部は、２つの電球半体であり得る。
【００１４】
　実施例によれば、包囲部、及び前記担体の少なくとも一部（又は前記担体の第１部分又
は第１担体）は、単一の一体化部品を形成してもよく、これは、構成要素の数が減らされ
、それによって、前記照明装置の組み立てを更にもっと容易にする点で有利である。本実
施例は、前記包囲部、及び前記担体の前記一部（例えば、電球半体、及び前記担体の半分
）が、単一の鋳型から単一の部品として製造され得る点でも有利である。前記封体部及び
前記担体を形成するための対応する包囲部及び前記担体の対応する一部も、単一の鋳型、
好ましくは、同じ鋳型から製造され得る。
【００１５】
　別の実施例によれば、前記担体は、２つの包囲部の間の接合部に配設され得る。本実施
例においては、前記担体と前記包囲部とは、別々の部品である。
【００１６】
　実施例によれば、前記包囲部は、有利なことには、互いに嵌めるよう構成されてもよく
、それによって、前記照明装置の組み立てを容易にする。
【００１７】
　実施例によれば、前記担体は、前記照明装置の底部からその上部へ延在する軸に沿って
配設され得る。他の例においては、前記担体は、前記照明装置の底部からその上部へ延在
する軸と交差する方向に沿って、配設され得る。これらの実施例においては、前記担体は
、前記封体部によって規定される空間を少なくとも２つの区画に分ける。その場合、有利
なことには、複数の光源が、用いられ、一様な照明が供給されるように前記担体の各々の
側に分布され得る。
【００１８】
　実施例によれば、前記封体部は、（特に、前記光源が、波長スペクトルの可視領域、即
ち、380乃至780nmにおいて放射する場合に）前記光源によって生成された光の少なくとも
一部を透過するよう構成される透過性領域を含み得る。前記透過性領域は、（光を透過及
び散乱する）半透明であってもよく、又は（伝達が実質的に妨害されない）透明であって
もよい。有利なことには、前記透過性領域は、半透明であり、それによって、ユーザが、
前記封体部内の前記光源及び随意の電子回路を知覚するのを防止する。上記のように、前
記封体部は、PCAで作成されてもよく、それによって、半透明封体部を供給する。従って
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、前記照明装置の前記封体部又は封入ハウジングは、光学的機能、熱的機能及び機械的機
能などの多数の機能を統合する点で有利である。
【００１９】
　実施例によれば、前記担体は、前記光源によって生成された光の少なくとも一部を反射
するよう構成される反射性領域を含み得る。他の例においては、又は更に、前記担体は、
前記光源によって生成された光の少なくとも一部を透過するよう構成される透過性領域を
含み得る。
【００２０】
　実施例によれば、前記光源は、少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）又は少なく
とも１つのＬＥＤパッケージであり得る。前記光源は、例えば、ＲＧＢ ＬＥＤ（赤色、
緑色、青色発光ダイオード）、又はＲＧＢの組み合わせ、若しくは青色及び黄色の組み合
わせ、若しくは青色、黄色及び赤色の組み合わせなどのような白色光を供給するよう構成
される複数のダイオードを含み得る。随意に、前記照明装置は、着色光を供給するよう構
成され得る。
【００２１】
　前記光源は、駆動条件に依存して、様々な所定の波長において光を供給することができ
る（複数のＬＥＤなどの）複数の光源も含み得る。従って、特定の実施例においては、前
記照明装置は、センサ信号又はユーザ入力装置信号に応じて、前記照明装置の光の色を制
御するよう構成される（前記照明装置に取り付けられる又は前記照明装置の外部にある）
制御装置を更に含み得る。
【００２２】
　以下においては、本発明は、前記光源の好ましい実施例として、ＬＥＤに関して、更に
説明され得る。従って、以下においては、「ＬＥＤ」という用語は、広くは、特に指示が
ない限り又は文脈から明らかでない限り、光源（又は複数の光源）も指し得るが、好まし
くは、ＬＥＤを指す。更に、「ＬＥＤ」という用語は、特に、固体照明（固体ＬＥＤ）を
指す。
【００２３】
　実施例によれば、前記光源は、可視領域内の光を放射し得るが、別の実施例においては
、代わりに又は更に、紫外線領域内の光も放射し得る。上記のように、前記光源は、ＬＥ
Ｄを含み得る。他の実施例においては、前記光源は、青色光を生成するよう構成されるＬ
ＥＤである。青色光放射源は、それ自体で用いられてもよく、又は白色光を供給するよう
に、例えば、前記封体部若しくは前記包囲部のうちの少なくとも１つに配設される、ルミ
ネッセンス材料を組み合わせて用いられてもよく、又は他の波長の光を生成する１つ以上
の他のＬＥＤと組み合わせて用いられてもよい。このような実施例の組み合わせも適用さ
れ得る。
【００２４】
　実施例によれば、前記担体又は前記担体の一部は、前記封体部の前記包囲部に接着され
得る。有利なことには、接着剤は、熱が前記担体から前記包囲部へ放散され得るような優
れた熱的特性を持つ。
【００２５】
　他の例においては、前記担体は、２つの包囲部の間の接合部に差し込まれ得る。本例に
おいては、前記担体は、有利なことには、熱放散のための前記担体と前記包囲部との間の
良好な熱的接触が供給されるように２つの包囲部の間で圧される。
【００２６】
　実施例によれば、前記封体部（又は照明装置）の底部は、ホルダの役割を果たすソケッ
トに挿入される。前記ソケットはまた、前記光源に電気を供給するよう構成され得る。
【００２７】
　本願においては、「少なくとも」という用語は、実施例においては、「全て」又は「完
全に」も示し得る。
【００２８】
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　本発明は、請求項において列挙されている特徴の全てのあり得る組み合わせに関するこ
とに注意されたい。
【００２９】
　ここで、本発明の様々な例示実施例を示している添付の図面を参照して、本発明のこの
及び他の態様をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の例示実施例による照明装置の分解図である。
【図２】本発明の別の例示実施例による照明装置の概略図である。
【図３】本発明の別の例示実施例による照明装置の概略図である。
【図４ａ】本発明の例示実施例による照明装置の組み立てのための方法のプロセスフロー
を概略的に図示する。
【図４ｂ】本発明の例示実施例による照明装置の組み立てのための方法のプロセスフロー
を概略的に図示する。
【図４ｃ】本発明の例示実施例による照明装置の組み立てのための方法のプロセスフロー
を概略的に図示する。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１を参照すると、本発明の第１実施例が記載されている。 
【００３２】
　図１は、本発明の実施例による照明装置１００の分解図を示している。照明装置は、光
を生成するよう構成される光源１１０を有する。本例においては、光源１１０は、複数の
ＬＥＤパッケージ１１１、１１２、１１３及び１１４に対応する。図１は、光源１１０を
形成する複数のＬＥＤパッケージを示しているが、単一の光源も用いられ得る。
【００３３】
　照明装置１００は、光源１１０又はＬＥＤパッケージ１１１乃至１１４を支持するよう
構成される２つの担体部１２１及び１２２（又は第１担体１２１及び第２担体１２２）を
更に有する。以下においては、２つの担体部１２１及び１２２は、２つの担体部が接合さ
れるよう意図される場合、単一の担体と呼ばれてもよく、一般に、担体１２０と呼ばれる
であろう。
【００３４】
　照明装置１００は、接合される場合に、以下においては一般に単一の封体部１３０とし
て示される封体部又は封入ハウジングを形成する、２つの包囲部１３１及び１３２も有す
る。封体部１３０は、光源１１１乃至１１４と、担体１２１及び１２２とを囲む。光源１
１１乃至１１４（又は光源１１０）は、担体１２１及び１２２と熱的接触をするよう配設
される。担体１２０は、各々、包囲部１３１及び１３２と熱的接触をするよう配設される
。
【００３５】
　このような設計を用いると、照明システムの電源がオンにされる場合、熱が、光源１１
１乃至１１４によって生成され、担体１２１及び１２２と、包囲部１３１及び１３２とを
介して、照明装置１００の外へ放散され得る。
【００３６】
　本実施例においては、第１担体１２１と第２担体１２２とが、照明装置１００を２つ区
画に分ける。有利なことには、照明装置の光源１１１乃至１１４は、照明装置１００から
放射される光の均一性を改善するために、第１担体１２１及び第２担体１２２の各々の側
に分布され得る。
【００３７】
　封体部１３０は、特に、光源１１１乃至１１４から全ての光を受けるよう構成され得る
。更に、封体部１３０は、特に、光源１１１乃至１１４の光の漏れを可能にするよう構成
され得る。
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【００３８】
　複数の光源が用いられ、これらの光源が異なる波長の光を放射する場合、封体部１３０
は、斯くして、混合チャンバとも示され得る。混合は、光源から遠く離して配設される、
例えば、封体部又は封体部の一部に配設されるルミネッセンス材料が用いられる場合にも
関連し得る（前記ルミネッセンス材料は、ルミネッセンス材料光を供給するために前記光
源から光の一部を吸収する）。
【００３９】
　有利なことには、封体部１３０は、光源１１１乃至１１４によって生成される光の少な
くとも一部を透過するよう構成される透過性領域を有し得る。
【００４０】
　実施例によれば、担体１２０も、透過性領域を有し得る。これは、封体部の区画から担
体に向かう方向に来る光が、担体を通して伝達され、次いで、封体部１３０を介して照明
装置の外へ伝達され得る点で有利である。詳細には、封体部１３０は、封体部を通じた光
の効率的な伝達が達成されるような光透過特性を持つ材料で作成され得る。
【００４１】
　他の例においては、又は更に、担体１２０は、光源によって生成された光の少なくとも
一部を反射するよう構成される反射性領域を有し得る。これは、封体部の区画において放
射され、担体の方へ向けられた光が、担体と反対方向に反射され、封体部の同じ区画を介
して照明装置の外へ伝達され得る点で有利である。例えば、所望の光分布が達成されるよ
うな、透過性又は反射性である多数の様々な領域を備える担体が設計され得ることは理解
されるであろう。
【００４２】
　図１に示されている実施例においては、封体部１３０は、電球状であり、包囲部１３１
及び１３２は、２つの電球半体であり、それによって、標準的なランプ形状を持つ照明装
置を提供する。
【００４３】
　実施例によれば、封体部と担体との両方が、セラミック材料を有する。これは、照明装
置からの熱の伝達を改善する点で有利である。
【００４４】
　「セラミック」という用語は、当業界では既知であり、特に、加熱及びその後の冷却の
実施によって作成される無機の非金属固体を指し得る。セラミック材料は、結晶性の、若
しくは部分的に結晶性の構造を持っていてもよく、又は非結晶、即ち、ガラスであっても
よい。最も一般的なセラミックは、結晶性である。セラミックという用語は、特に、一緒
に焼結した、（粉末とは対照的に）かけらを形成する材料に関する。ここで用いられてい
るセラミックは、好ましくは、多結晶セラミックスである。
【００４５】
　セラミック材料は、例えば、Al2O3、AlN、SiO2、Y3Al5O12 (YAG)、Y3Al5O12類似体、Y2
O3及びTiO2、並びにZrO2から成るグループから選択される１つ以上の材料をベースにし得
る。Y3Al5O12類似体という用語は、YAGと実質的に同じ格子構造を持つが、Y及び／又はAl
及び／又はO、特に、Y及び／又はAlが、各々、少なくとも部分的に、Sc、La、Lu及びGの
うちの１つ以上などの別のイオンと置き換えられるガーネット系を指す。
【００４６】
　実施例によれば、セラミック材料は、半透明材料であるAl2O3であり得る。Al2O3は、13
00乃至1450℃のような、約1300乃至1500℃の範囲内などの、約1300乃至1700℃の範囲内の
温度で焼結される場合に非常に反射性に作成され得る。この材料は、当業界では、「茶色
」PCA（多結晶アルミナ）として既知である。
【００４７】
　「ベースにする」という用語は、セラミック材料を作成するための出発材料が、実質的
に、例えばAl2O3又はY3Al5O12 (YAG)などのここで示されている材料のうちの１つ以上か
ら成ることを示している。しかしながら、これは、少量の（残存）結合剤材料、又はAl2O
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3に対するTi若しくは実施例においてはYAGに対するCeのようなドーパントの存在を除外し
ない。
【００４８】
　セラミック材料は、相対的に良好な熱伝導率を持ち得る。好ましくは、熱伝導率は、少
なくとも約5W/mK、例えば少なくとも約15W/mK、更により好ましくは少なくとも約100W/mK
である。YAGは、約6W/mKの範囲内の熱伝導率を持ち、多結晶アルミナ（PCA）は、約20W/m
Kの範囲内の熱伝導率を持ち、AlN（窒化アルミニウム）は、約150W/mK以上の範囲内の熱
伝導率を持つ。
【００４９】
　再度、図１を参照すると、照明装置１００は、包囲部１３１及び１３２を保持し、接続
盤１８３を介してＬＥＤパッケージ１１１乃至１１４に電気を供給するためのソケット１
８０も含み得る。
【００５０】
　実施例によれば、例えば、図１及び図４ａを参照すると、包囲部１３１と担体の一部１
２１とが、単一の一体化部品を形成する。このような実施例は、照明装置を組み立てるた
めの構成要素の数を更に減らし、それによって、その組み立てを更に容易にする点で有利
である。
【００５１】
　図２を参照すると、本発明の別の実施例が記載されている。
【００５２】
　図２は、光を生成するよう構成される光源２１０であって、ＬＥＤであり得る光源２１
０と、光源２１０を支持するよう構成される担体２２０と、接合される場合に封体部又は
封入ハウジング２３０を形成する２つの包囲部２３１及び２３２とを有する照明装置２０
０の概略図である。担体２２０は、光源２１０と熱的接触をするよう配設され、担体２２
０は、２つの包囲部２３１及び２３２の間の接合部２５０に配設される。接合部２５０は
、担体２２０と包囲部２３１及び２３２との間の機械的インタフェース及び熱的インタフ
ェースを供給する。図１を参照して記載されている実施例の場合と同様に、光源２１０に
よって生成された熱は、担体２２０を介した伝熱及び封体部２００を通じた伝熱によって
照明装置２００の外へ放散される。
【００５３】
　図１及び２を参照して上で記載したどの実施例を参照しても、照明装置１００及び２０
０の封体部１３０又は２３０の包囲部は、各々、互いに嵌めるよう構成される。
【００５４】
　図３を参照すると、本発明の別の実施例が記載されている。
【００５５】
　図３は、光を生成するよう構成される２つの光源３１１及び３１２、例えば、２つのＬ
ＥＤを有する照明装置３００の概略的な上面図である。２つのＬＥＤ３１１及び３１２は
、各々、ＬＥＤ３１１及び３１２を支持するよう構成される２つの担体３２１及び３２２
（又は担体の２つの部分）に取り付けられる。本実施例においては、単一のＬＥＤパッケ
ージが、担体に取り付けられる、又は付着される。他の例においては、複数のＬＥＤパッ
ケージが、第１担体に取り付けられ得る。
【００５６】
　図３に図示されているように、封体部の第１包囲部３３１に取り付けられる第１担体３
２１は、２つの包囲部が接合される場合に、封体部の第２包囲部３３２によって規定され
るボリューム内に延在し得る。同様に、封体部の第２包囲部３３２に取り付けられる第２
担体３２２は、２つの包囲部が接合される場合に、封体部の第１包囲部３３１によって規
定されるボリューム内に延在し得る。換言すれば、第１担体３２１及び第２担体３２２は
、正確に、互いの前に配設されなくてもよく、その代わりに、わずかにずらされる。
【００５７】
　本実施例においては、図１及び２を参照して記載されている実施例の場合と同様に、担
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体３２１及び３２２は、照明装置の底部からその上部へ延在する軸１７０（図１参照）に
沿って配設される。
【００５８】
　他の例においては、担体は、照明装置の底部からその上部へ延在する軸１７０と交差す
る方向に沿って配設され得る。
【００５９】
　いずれにせよ、担体は、照明装置の封体部内の区画を規定する。
【００６０】
　図４ａ乃至４ｃを参照すると、照明装置の組み立てのための方法を記述するプロセスフ
ロー４０００が記載されている。
【００６１】
　図４ａ乃至４ｃは、第１光源１１１が取り付けられる第１担体１２１を備える第１電球
半体１３１と、第２光源１１２が取り付けられる第２担体１２２を備える第２電球半体１
３２とを有する照明装置の組み立てを概略的に図示している。
【００６２】
　図４ａは、第１担体１２１を有する第１包囲部又は電球半体１３１を示している。第１
電球半体１３１及び第１担体１２１は、例えば、単一の鋳型で作成される、単一の一体化
部品であってもよい。他の例においては、第１担体１２１及び第１電球半体は、２つの別
々の部品であり、第１担体１２１は、第１電球半体１３１の内部に接着され得る。有利な
ことには、接着剤は、熱が第１担体１２１から第１電球半体１３１に効率的に伝達され得
るような優れた熱伝導特性を持つ。
【００６３】
　第１ステップ４１００においては、光源１１１が、第１担体１３１と熱的接触をするよ
う取り付けられる。光源１１１は、例えば、クリップによって担体に取り付けられ得る。
【００６４】
　次いで、光源１１２が熱的接触をするよう取り付けられる第２担体１３２で、同様のス
テップが適用され得る。
【００６５】
　第２ステップ４２００においては、図４ｂに図示されているような２つの包囲部１３１
及び１３２を接合することによって、第１光源１１１、第１担体１２１、第２光源１１２
及び第２担体１２２が、囲まれる。
【００６６】
　結果として、図４ｃに示されているような封体部１３０が形成される。次いで、封体部
１３０は、２つの包囲部１３１及び１３２を保持するためのソケット１８０に挿入され得
る。ソケット１８０はまた、電力が光源１１１及び１１２に伝達され得るように照明装置
に電気を供給するよう構成され得る。
【００６７】
　この点において、光源は、有利なことには、高電圧（ＨＶ）ＬＥＤであってもよく、こ
れは、ＨＶ ＬＥＤは、如何なるドライバも必要としないので、照明装置を形成するのに
必要な構成要素の数が更に減らされる点で、有利である。
【００６８】
　更に有利なことには、あらゆるストロボ効果を防止するために、位相シフトＨＶ ＬＥ
Ｄが、用いられ、担体１３０（又は担体１３１及び１３２）上に分布され得る。
【００６９】
　本発明は、スポットライト又は標準的なランプなどのあらゆる種類のランプにとって有
用であり得る。本発明は、家、ホスピタリティー、アウトドア、オフィス、工業及び小売
りにおいて用いられる照明に適用され得る。
【００７０】
　本発明の特定の例示実施例に関して本発明を説明しているが、当業者には、多くの異な
る変形例、修正例などが明らかになるであろう。それ故、記載されている実施例は、添付
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の請求項によって規定されるような本発明の範囲を限定することを目的としていない。
【００７１】
　例えば、上記の実施例は、標準的な電球形状を持つ照明装置に関するが、あらゆる他の
適切な形状が想像され得る。更に、上記の実施例は、第１及び第２担体を有するが、照明
装置は、包囲部のうちの少なくとも１つと熱的接触をする担体を１つだけ有してもよいこ
とは、理解されるであろう。更に、照明装置は、３つ以上の担体又は担体部品を有しても
よい。
【００７２】
　更に、本発明は、封体部又は封入ハウジング（又は電球）を形成するための２つの包囲
部に関して説明されているが、本発明は、このような実施例に限定されず、照明装置の封
体部を形成するために３つ以上の包囲部が用いられてもよい。
【００７３】
　ＬＥＤ又は光源の数及びそれらの波長は、所望の用途に従って選択されるであろうこと
も理解されるであろう。

【図１】 【図２】
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【図４ｂ】

【図４ｃ】
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